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ROUTER RC-1 390 L/cortadora laser

Tecnologia.
Materiales.

Area de trabajo (XxY).

Velocidad de grabado.

Velocidad de corte.

Cortadora laser.

MDF, terciado y acrilico hasta 5mm
de espesor.

1300(X) x900(Y)mm.
0-60000mm/min.
0-10000mm/min.

DESCRIPCION.

El corte laser es una técnica empleada para cortar o
grabar chapas en diferentes materiales, en este caso la
RC- 1390L nos permitird crear diferentes piezas en
espesores delgados con gran precisiéon. Ademas de
generar diseflos complejos, con estética, forma'y oficio,
adecuados a estdndares de fabricacion para uso
comercial.

Exactitud y precision en dimensiones de objetos com-
plejos.

Aplicacién para desarrollo de chapas en elementos de
equipos grandes.

Gracias a su precision permite el desarrollo de ensam-
bles perfectos.

MODO DE USO.

Una vez que se defina el disefio a fabricar realizado en
programa 2D tal como AutoCad o Adobe illustrator, se
exportara al programa del equipo, editando las confi-
guraciones necesarias. Después el desarrollo del
producto lo hara completamente la maquina.




